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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf ei-
ne Vorrichtung gemafl dem Oberbegriff von jedem der
unabhangigen Anspriiche 1, 5 and 7 und ein Verfahren
gemaf dem Oberbegriff von unabhéngigen Anspruch 13
zum Reinigen eines gesagten Waferblocks, und insbe-
sondere eine Vorrichtung und ein Verfahren, die zum
Reinigen von mittels einer Drahtsage gesagter Wafer-
blécke geeignet ist, um Slurry-Reste sowie Sageriick-
stédnde aus den S&gespalten zwischen den Wafern zu
entfernen. Ein solche Vorrichtung und ein solches Ver-
fahren sind der JP 10 172 947 zu entnehmen.

[0002] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
gende Aufgabe besteht darin, eine verbesserte Vorrich-
tung und ein verbessertes Verfahren zu schaffen, um
Verunreinigungen aus Sagespalten gesagter Waferblok-
ke zu entfernen.

[0003] Diese Aufgabe wird erfindungsgeman durch ei-
ne Vorrichtung nach Anspruch 1, 5 oder 7 und ein Ver-
fahren nach Anspruch 13 gel6st. Bevorzugte Ausfiih-
rungsformen der Erfindung sind den abhéngigen Anspru-
chen zu entnehmen.

[0004] Die vorliegende Erfindung basiert somit auf ei-
nem Reinigungseffekt, der auf der Sogwirkung einer aus
einem Reinigungsbecken ausstromenden Reinigungs-
flissigkeit (in der Regel Wasser) basiert, um Verunreini-
gungen, beispielsweise Slurry-Reste und Sagertckstan-
de, die sich zwischen den Wafern in den Sagespalten
befinden, herauszuziehen bzw. zu entfernen.

[0005] Bei Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden
Erfindung kénnen Spriheinrichtungen in dem Reini-
gungsbecken vorgesehen sein, um Reinigungsfliissig-
keit von einer oder zwei Seiten in die Sagespalte zu spri-
hen. Spriihprozesse kénnen dabei sowohl wahrend die
Wafer sich in der Reinigungsflissigkeit befinden, als
auch bei entleertem Reinigungsbecken, also wenn sich
die Wafer nicht in der Reinigungsfliissigkeit befinden,
stattfinden. Durch ein Spriihen wahrend der Waferblock
in die Reinigungsflissigkeit eingetaucht ist, kann das
Eindringverhalten des Wassers in die Sagespalten und
damit verbunden die spatere Reinigung des Blocks durch
das Offnen der Auslasséffnung verbessert werden. Die
Spriheinrichtung kann beispielsweise Sprihleisten auf
beiden Seiten des Waferblocks aufweisen, so dass Rei-
nigungsflissigkeit in alle Sagespalten gespriiht werden
kann. Die Sprihleisten kdnnen hebbar und senkbar aus-
gefiihrt sein, um die Reinigung des Blocks weiter zu ver-
bessern. SchlieBlich kann durch ein wechselseitiges
Spriihen, abwechselnd von beiden Seiten, die Reinigung
des Blocks verbessert werden.

[0006] Zur Durchfihrung des erfindungsgemafRen
Verfahrens wird als Reinigungsflissigkeit vorzugsweise
Wasser verwendet. Um den Reinigungsprozess zu un-
terstitzen, kénnen geringe Mengen von Tensid zugege-
ben werden. Ferner kann die Reinigungsfliissigkeit er-
warmt werden, um den Reinigungsprozess zu unterstut-
zen.
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[0007] Die erfindungsgemafe Vorrichtung und das er-
findungsgemafRe Verfahren kdnnen ausgestaltet sein,
um eine automatisierte Reinigung von Waferblécken zu
ermoglichen. Zu diesem Zweck kann ein automatisches
Handlingsystem vorgesehen sein, durch das die gesag-
ten Waferbldcke von einer vorherigen Prozessierungs-
station zu einer Station, die die erfindungsgemafe Rei-
nigungsvorrichtung aufweist, zufiihrt und nach dem Rei-
nigen die gesagten Waferbldcke von dieser Reinigungs-
station einer Nachprozessierungsstation zufihrt. Ferner
kann die erfindungsgemafe Vorrichtung eine geeignete
Steuereinrichtung aufweisen, um verschiedene Reini-
gungskonzepte mit jeweils einem oder mehreren Spriih-
prozessen und/oder Entleerprozessen zu implementie-
ren.

[0008] Die erfindungsgemafe Vorrichtung kannferner
eine Anlage zur Aufbereitung und Wiederverwertung der
anfallenden verschmutzten Reinigungsflissigkeit auf-
weisen. Eine solche Wiederverwertungsanlage kann bei-
spielsweise eine Zentrifuge umfassen, der die ver-
schmutzte Reinigungsflissigkeit zugefihrt wird, um
Feststoffe aus derselben auszutragen, um eine gereinig-
te Reinigungsflissigkeit zu erzeugen, die dann wieder-
um der Reinigungsvorrichtung zugefuhrt wird.

[0009] Bevorzugte Ausflihrungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend
aufdie beiliegenden Zeichnungen naher erldutert. Es zei-
gen:

eine schematische Querschnittsansicht eines
Ausfuh- rungsbeispiels einer erfindungsgema-
3en Reinigungs- vorrichtung mit geschlosse-
nen Auslasséffnungen;

Fig. 1

Fig. 2 eine schematische Darstellung desin Fig. 1 ge-
zeig- ten Ausfiihrungsbeispiels mit gedffneten

Auslassoff- nungen;

schematisch eine Ansicht des Bodens des Rei-
nigungs- beckens zur Veranschaulichung der
Form der Auslass- 6ffnungen; und

Fig. 3

Fig. 4 schematisch ein Ausflihrungsbeispiel einer

Wieder- verwertungsanlage.

[0010] Bevor nun bezugnehmend auf die Figuren auf
spezielle Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung eingegangen wird, wird zunachst die Einbettung
der vorliegenden Erfindung in den Prozess der Wafer-
herstellung kurz umrissen.

[0011] Waferblocke werden zunachst unter Verwen-
dung eines Haftklebers bzw. Kits an Tragerbalken aus
Glas oder Kunststoff angebracht. Mittels der Tragerbal-
ken werden die Waferblécke einer Drahtsdge zugefihrt,
wo die Waferblocke in Wafer, die an einem Ende dersel-
ben an die Tragerbalken geklebt sind, zersagt werden.
[0012] Die gesagten Waferblocke kénnen aus der
Drahtsage heraus beispielsweise in einem Transport-
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und Prozess-Korb eingesetzt werden, der wiederum in
einen speziellen Transportwagen eingesetzt werden
kann, der beispielsweise bis zu vier Prozesskorbe auf-
nehmen und zur Reinigungsanlage transportieren kann.
Der Transportwagen kann Uber eine Andockstation an
die Reinigungsanlage angedockt werden. Der Behalter
des Transportwagens, in den die Kérbe eingesetzt wer-
den, kann dabei mit einem Reinigungsmedium befiillt
sein, das beim Andocken an die Reinigungsanlage ent-
leert und mit einem Frischmedium befiillt werden kann.
[0013] Ein 3-Achsen-Handlingsystem kann vorgese-
hen sein, um die Prozesskorbe mittels Aufnahmehaken
aus dem Transportwagen zu entnehmen, in eine Einga-
bepufferstation einzusetzen und von dort durch die Rei-
nigungsanlage zu beférdern. Nach dem Reinigungspro-
zess werden die Prozesskoérbe automatisch in Entkit-
tungsbecken umgesetzt. Die verwendeten Prozesskor-
be kdnnen dabei mit einklappbaren Birsten ausgestattet
sein, welche erst beim Einsetzen in das Entkittungsbek-
ken Uber einen Hebelmechanismus an die Wafer ange-
legt werden, wodurch die Wafer nach dem Abldsen von
dem Tragerbalken in senkrechter Position (zur automa-
tischen Vereinzelung) gehalten werden. Das Entkit-
tungsbecken ist mit einem wassergedichteten Deckel
ausgefiihrt, wobei in demselben die Wafer in ca. 70°C
heilRer Essigsdure/Ameisenséaure von dem Tragerbal-
ken geldst und entkittet werden. Der Kleber bleibt hierbei
vollstdndig am Tragerbalken haften, so dass keine Kle-
berrickstande mehr am Wafer zuriickbleiben. Die Tra-
gerbalken mit dem daran anhaftenden Kleber werden
zusammen mit einem Maschinentrager, an dem diesel-
ben angebracht sind, nach dem Ablésen der Wafer au-
tomatisch vom Prozesskorb abgenommen, um zur er-
neuten Verwendung aufbereitet zu werden.

[0014] Nachdem beschriebenen Entkitten wird die Es-
sigsaure aus dem Entkittungsbecken abgelassen undim
selben Becken wird ein Splilspriihprozess durchgefihrt.
Dies hat zur Folge, dass die H2-Konzentration im Becken
auf eine ungefahrliche Konzentration gesenkt wird, und
die Prozesstemperatur im Vorlagetank nachgefillt wer-
den kann.

[0015] Die erfindungsgemafRe Reinigung der gesag-
ten Waferbldcke wird nun bezugnehmend auf die Figuren
1,2 und 3 beschrieben. Die Figuren 1 und 2 stellen dabei
schematische Querschnittsansichten dar, in denen an
sich verdeckte Teile teilweise gestrichelt dargestellt sind,
um eine Erlauterung der Erfindung zu ermdglichen, und
in denen der Ubersichtlichkeit halber nicht alle geschnit-
tenen Flachen schraffiert sind.

[0016] Das dargestellte Ausflihrungsbeispiel der erfin-
dungsgemafen Reinigungsvorrichtung umfasst ein Rei-
nigungsbecken 10 miteiner Riickenwand 12, Seitenwan-
den 14 und einer Vorderwand, die in den Figuren nicht
gezeigt ist. Das Reinigungsbecken umfasst ferner einen
Bodenbereich, der durch eine Bodenplatte 16 gebildet
ist, in der Auslassoffnungen 18 gebildet sind. Die Aus-
lassoéffnungen 18 besitzen schrag verlaufende Kanten
20, so dass die Auslassoffnungen 18 bei dem in Fig. 2
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gezeigten Schnitt trapezférmig sind.

[0017] Eine Draufsicht auf den Boden 16 des Reini-
gungsbeckens 10 mit den darin gebildeten Auslassoff-
nungen 18 ist in Fig. 3 gezeigt. Dabei stellt die Ladnge 1
die Dimension in die Zeichenebene gemafR den Fig. 1
und 2 dar. Wie zu erkennen ist, verlaufen die Auslass-
offnungen 18 Uber die gesamte Lange 1 entlang der bei-
den Seiten des Bodens der Reinigungskammer 10. Zwi-
schen den Auslasséffnungen weist die Bodenplatte ei-
nen dachférmigen Verlauf mit schragen Oberflachen 19a
und 19b auf, die auf die Auslassoffnungen 18 schrag
nach unten zulaufen. An den duferen Randern grenzen
die Auslassoéffnungen an die Seitenwande des Reini-
gungsbeckens. Alternativ kénnten dort wiederum schrég
nach unten abfallende Bodenbereiche vorgesehen sein.
Die Anordnung der Auslasséffnungen entlang beider
Seiten des Reinigungsbeckens ist zusammen mit dem
keilformigen dazwischen angeordneten Abschnitt der
Bodenplatte, (siehe Flachen 19a und 19b in Fig. 2) be-
sonders vorteilhaft, da dadurch eine schnelle, im We-
sentlichen strudelfreie Entleerung des Reinigungsbek-
kens mdglich ist.

[0018] Die Auslasséffnungen 18 sind durch eine Ver-
schlusseinrichtung 21 verschlieRbar, die Verschlussele-
mente 22 und einen Antriebsmechanismus, um die Ver-
schlusselemente 22 in vertikaler Richtung zu bewegen,
aufweist. Die Verschlusselemente 22 sind dabei an Tra-
gerelementen 24 angebracht, die an einem oder mehre-
ren Jochen 26 angebracht sind. Eine Halterung 28 ist
Uber FUhrungsstangen 30 (Fig. 2) starr an dem Becken-
boden 16 angebracht, beispielsweise Giber Schraubver-
bindungen, wie in den Figuren angedeutet ist. Die Fuh-
rungsstangen 30 erstrecken sich durch Ausnehmungen
26ain den Jochen 26. Zwischen den Jochen 26 und der
Halterung 28 sind Feder- und Zylinder-Mechanismen 32
vorgesehen, durch die das Joch und somit die starr an
den Jochen angebrachten Verschlusselemente 22 in
vertikaler Richtung bewegbar sind.

[0019] BeideminFig. 1 gezeigten Zustand werden die
Verschlusselemente durch die Federn und Zylinder 32
gegen den Beckenboden 16 gedriickt, so dass das Rei-
nigungsbecken 10 nach unten abgedichtet und somit fiir
eine in demselben befindliche Reinigungsflissigkeit 34
geschlossen ist. In Fig. 2 ist das Becken im gedffneten
Zustand gezeigt, bei dem die Federn zusammenge-
driickt sind, so dass die Joche 26 und die damit starr
verbundenen Verschlusselemente 22 vertikal nach un-
ten bewegt sind, so dass die Offnungen 18 in dem Bek-
kenboden 16 offen sind. Somit kann die Reinigungsflis-
sigkeit entlang der in Fig. 2 gezeigten Pfeile 34 aus dem
Reinigungsbecken austreten.

[0020] Wie den Fig. 1 und 2 zu entnehmen ist, weisen
die Verschlusselemente 22 eine dachférmige Konstruk-
tion auf, wobei die Dachflachen in einem im Wesentli-
chen gleichen Winkel verlaufen wie die schréagen Berei-
che 20 der Auslasséffnungen 18, so dass bei dem in Fig.
1 gezeigten Ruhezustand der Boden des Reinigungs-
beckens abgedichtet ist.
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[0021] Beidem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel sind in
dem Reinigungsbecken ferner auf beiden Seiten eines
in dem Reinigungsbecken angeordneten gesagten
Wafers 40 Spriheinrichtungen 42 angeordnet. Die
Spriiheinrichtungen 42 weisen jeweils eine Reihe von
Spriihdiisen auf, die sich bei den Darstellungen nach Fig.
1 und 2 in die Bildebene erstrecken, so dass durch diese
Spriihdiisen in eine Mehrzahl von in den Darstellungen
hintereinander angeordneten Sagespalten gespriht
werden kann. Ferner sind Antriebseinrichtungen 44 fir
die Spriheinrichtungen 42 vorgesehen, so dass diese in
vertikaler Richtung bewegt werden kénnen.

[0022] Der gesagte Waferblock 40 ist, wie oben erlau-
tert wurde, an einen Tragerbalken 50 geklebt. Eine Hal-
terung 52, die Teil eines automatischen 3-Achsen-Hand-
lingsystems sein kann, halt den geségten Waferblock 40
in dem Reinigungsbecken. Der Waferblock 40 kann da-
bei in einem hierfir angepaliten Prozesskorb angeord-
net sein, der ausgestaltet ist, um die nachfolgend be-
schriebenen Splil- und Spriih-Prozesse nicht zu beein-
trachtigen.

[0023] Ferner sind bei dem gezeigten Ausflihrungs-
beispiel verschlieBbare Zulauféffnungen 52 vorgesehen,
Uber die das Reinigungsbecken 10 mit einer Reinigungs-
flissigkeit, vorzugsweise Wasser, beflllbar ist.

[0024] Um einen erfindungsgemaflen Sog-Reini-
gungsprozess durchzufiihren, wird das Reinigungsbek-
ken 10 zunéachst Uber die Zuldufe 52 mit Wasser beflllt.
Dabei sind die Auslasselemente 22 in der in Fig. 1 ge-
zeigten Stellung, so dass die Auslasse 18 geschlossen
sind. Das Becken wird solange beflillt, bis sich der kom-
plette Block 40 unter Wasser befindet. Der Beflillvorgang
wird Uber einen Sensor kontrolliert. Nach dem Beftllen
kann der Block fir eine vorbestimmte Zeitin dem Wasser
verweilen, um dadurch das Eindringverhalten des Was-
sers zwischen die einzelnen Wafer und somit die Reini-
gungswirkung zu verbessern. Zusatzlich kann ein Spri-
hen unter Wasser stattfinden, wie durch Spriihstrahlen
60 von beiden Seitenin Fig. 1 angedeutetist. Somit kann
das Eindringverhalten in die S&gespalten verbessert
werden.

[0025] Im Anschluss wird die Antriebseinrichtung fur
die Verschlusselemente 22 betétigt, so dass die Ver-
schlusselemente 22 vertikal nach unten bewegt werden.
Somit werden die Auslassoffnungen 18 des Beckens
schlagartig gedffnet und die nach unten bewegten Ver-
schlusselemente geben einen groRen Entleerquer-
schnitt frei. Das Reinigungsbecken wird dabei in ca. 1
Sekunde vollstéandig entleert. Durch das schnelle Entlee-
ren entsteht eine Sogwirkung zwischen den Waferschei-
ben, wodurch Slurry-Reste sowie S&geriickstande, die
sich zwischen den Waferscheiben befinden, herausge-
spult werden.

[0026] Die rasche Entleerung wird dabei durch zu den
Auslassoéffnungen 18 hin schrag nach hinten verlaufen-
den Oberflachen 19a und 19b in dem Reinigungsbecken
unterstltzt. Indem das Reinigungsbecken ferner in dem
Bereich, in dem sich Reinigungsfliissigkeit befinde, kom-
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plett ohne waagrechte Flachen konstruiert wurde, kann
eine Ablagerung von Verunreinigungen im wesentlichen
vollstédndig verhindert werden.

[0027] Neben dem beschriebenen Sogreinigungspro-
zess besteht eine weitere Grundreinigungsart in einem
Sprihprozess unter Verwendung der Spriheinrichtun-
gen 42. Diese kdnnen auf den Waferblock gerichtete DU-
sen, beispielsweise Flachstrahldiisen oder &hnliche auf-
weisen, die in eine Sprihleiste eingeschraubt sein kén-
nen und in zwei Reihen auf beiden Seiten des Beckens
installiert sind. Durch ein Bespriihen des Blocks sowohl
unter Wasser wie auch bei entleertem Reinigungsbek-
ken mit Wasser wird der Schmutz, welcher sich zwischen
den Wafern befindet, abgeldst und herausgespiilt. Ein
wechselseitiges Spriithen durch die hebbare und absenk-
baren Sprihleisten kann sich das Reinigungsergebnis
deutlich verbessern. Durch abwechselndes linksseitiges
und rechtsseitiges Spriihen kann der Schmutz nach links
und rechts bewegt und dabei nach unten aus den Sage-
spalten heraustransportiert werden. Durch eine entspre-
chende Spriihwinkeleinstellung der Sprihdisen kann
auch die Zone unter dem Klebebalken 50 erreicht wer-
den.

[0028] Die erfindungsgemafie Reinigungsvorrichtung
weist vorzugsweise eine geeignete Steuerung auf, durch
die die beschriebenen Prozesse automatisiert durchge-
fihrtwerden kdnnen. Beispielsweise kann eine speicher-
programmierbare Steuerung verwendet werden, in der
verschiedene Reinigungsrezepte abgelegt sind. Derarti-
ge unterschiedliche Reinigungsrezepte kénnen sich auf
unterschiedliche Sog-Prozessschritte und Sprihpro-
zessschritte flr verschiedene Wafergréf3en, Block-Kle-
besituationen und dergleichen beziehen.

[0029] Durch ein Wiederholen einzelner Sogreini-
gungsschritte bzw. Spriihreinigungsschritte kdnnen ver-
besserte Ergebnisse erhalten werden.

[0030] Beieinem beispielhaften Reinigungsverfahren
wird der Waferblock zunachst in das befiillte Reinigungs-
becken 10 eingesetzt. Nachfolgend wird der Waferblock
fiir eine Einwirkzeit in dem Reinigungsbecken belassen,
wobei sechs Sequenzen eines Unterwasser-Spriihens
durchgeflhrt werden. Die einzelnen Spriihprozesse kon-
nen dabei verschieden lange gleichzeitige wechselseiti-
ge Sprihvarianten beinhalten, bei denen die Sprihdu-
sen am Block entlang gehoben und abgesenkt werden.
Im Anschluss erfolgen drei Sogreinigungsprozesse, bei
denen nach dem Beflillen des Beckens zuséatzlich unter
Wasser gespriht werden kann. Die Reinigungsdauer lag
dabei bei ca. 20 bis 25 Minuten, wobei in der Produkti-
onsanlage beispielsweise vier Becken vorgesehen sein
kénnen, was eine Prozesszeit pro Block von ca. 5 bis 6
Minuten ergibt.

[0031] Alternativ kdnnten Spriihdliisen mit einstellba-
ren Sprihwinkeln vorgesehen werden, so dass ein Ab-
senken und Anheben derselben nicht mehr unbedingt
erforderlich ist.

[0032] Bezugnehmend auf die Fig. 1 bis 3 wurde ein
bevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel bezlglich der Auslas-
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soffnungen, der Verschlusselemente und des Bodenbe-
reichs geschrieben. Es ist jedoch fur Fachleute offen-
sichtlich, dass die Auslassoéffnungen, die Verschlussele-
mente und der Bodenbereich eine andere Form aufwei-
senkdénnen, solange die Offnungen schnell gedffnet wer-
den kdnnen und durch den Entleerquerschnitt sicherge-
stellt ist, dass ein ausreichend schnelles Entleeren des
Reinigungsbeckens stattfinden kann, um eine Sogwir-
kung zu erreichen, die geeignet ist, Verunreinigungen
aus den Sagespalten zu entfernen.

[0033] Diesbeziglich kénnten beispielsweise Auslas-
soffnungen mit Klappen vorgesehen sein, die ausrei-
chend schnell gedffnet werden kdénnen. Alternativ kon-
nen relativ zu Auslassoéffnungen waagrecht bewegbare
Verschlusselemente vorgesehen sein, solange diese
ausreichend schnell bewegt werden kénnen, um die Aus-
lassoffnungen freizugeben.

[0034] SchlieRlichsinddiein Fig. 3 gezeigten zwei par-
allel zueinander verlaufenden Auslasséffnungen 18 le-
diglich beispielhafter Natur, wobei Auslasséffnungen an-
derer Form und GréRRe vorgesehen sein kdnnen, solange
der als Leerquerschnitt ausreichend gro bleibt, um ein
ausreichend schnelles Entleeren zu ermdglichen, um die
beschriebene Sogwirkung hervorzurufen. Diesbeziglich
konnte beispielsweise eine einzige Auslassoffnungin der
Mitte des Bodens des Reinigungsbeckens vorgesehen
sein, auf die von zwei oder mehr Seiten schrag abfallende
Wandbereiche zulaufen.

[0035] Die erfindungsgeméafie Reinigungsvorrichtung
kann ferner eine Anlage zur Wiederverwertung von bei
der Reinigung der gesagten Waferblocke anfallender
verschmutzter Reinigungsfliissigkeit aufweisen. Diese
kann beispielsweise eine Zentrifuge zum Austragen von
Feststoffen aus der verschmutzten Reinigungsflissig-
keit zum Erzeugen einer gereinigten Reinigungsflissig-
keit, eine Zulaufeinrichtung zum Zufiihren von ver-
schmutzter Reinigungsfliissigkeit von der Reinigungs-
vorrichtung zu der Zentrifuge und eine Ricklaufeinrich-
tung zum Rickfiihren der gereinigten Reinigungsfliissig-
keit von der Zentrifuge zur der Reinigungsvorrichtung
aufweisen.

[0036] Ein Beispiel einer solchen Anlage ist in Fig. 4
gezeigt. Die Anlage umfasst eine erfindungsgemalfe
Vorrichtung 100 zum Reinigen von gesagten Waferblok-
ken, einen Schmutzbehalter 102, eine Zentrifuge 104
und einen Reinbehalter 106 auf. Optional kann zusétzlich
ein Filter 108, das durch ein Bandfilter oder eine Kam-
merfilterpresse gefiltert sein kann, vorgesehen sein.
[0037] Das bei der Entleerung des Reinigungsbek-
kens der Reinigungsvorrichtung 100 anfallende
Schmutzwasser wird in einer Auffangwanne (nicht ge-
zeigt) der Reinigungsvorrichtung 100 gesammelt. Aus
dieser Auffangwanne wird das Schmutzwasser in einen
Vorlagebehélter, d.h. den Schmutzbehalter 102, ge-
pumpt, wie durch einen Pfeil 110 in Fig. 4 angedeutet ist.
Von dem Schmutzbehélter 102 wird die Zentrifuge 104
kontinuierlich beschickt, wie durch den Pfeil 112 in Fig.
4 andeutet ist. Zu diesem Zweck ist ein Auslass des
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Schmutzbehalters 102 mit einem Einlass der Zentrifuge
104 Uber eine Fluidleitung verbunden. Eine entsprechen-
de Pumpeinrichtung zum kontinuierlichen Beschicken
der Zentrifuge ist ebenfalls vorgesehen.

[0038] Inder Zentrifuge wird das Schmutzwasser (das
Reinigungsmedium) mit einer Rotation beaufschlagt, so
dass Feststoffe aus dem Wasser ausgetragen werden.
Je kleiner der Volumenstrom, der in die Zentrifuge 104
gefordert wird, ist und damit je groRer die Verweilzeit des
Wassers in der Zentrifuge 104 ist, desto besser ist der
Feststoffaustrag und damit verbunden der Reinigungs-
erfolg. Die Zentrifuge fordert das Wasser nach Trennung
der Feststoffe weiter in einen Vorlagebehalter, den Rein-
behalter 106. Dies ist durch einen Pfeil 114 in Fig. 4 an-
gedeutet. Zu diesem Zweck ist ein Auslass der Zentrifuge
104 mit einem Einlass des Reinbehalters 106 tber eine
entsprechende Fluidleitung verbunden.

[0039] Ein Auslass des Reinbehélters 106 ist wieder-
um mit einem Einlass der Reinigungsanlage verbunden
(beispielsweise Uber eine entsprechende Fluidleitung),
so dass das gereinigte Wasser zu der Reinigungsanlage
100 rlckfihrbar ist, wie durch einen Pfeil 116 in Fig. 4
angedeutet ist. Das Wasser steht somit wieder fir wei-
tere Reinigungsprozesse zur Verfligung.

[0040] Die Zentrifuge 104 kann derart ausgelegt sein,
dass sie keine Partikel, die eine Gro3e bzw. einen Durch-
messer von weniger als 5 pm aufweisen, aus der Reini-
gungsflissigkeit, in der Regel Wasser, austragt. Es hat
sich gezeigt, dass Partikel von weniger als 5um sich ag-
glomerieren und somit bei einem spateren, z.B. nach-
sten, Durchlauf auch Uber die Zentrifuge 104 abgeschie-
den werden kdnnen.

[0041] Optional kann, um die Partikel einer Gré3e von
weniger als 5 um auch aus dem Wasser abzuscheiden,
das Filter 108 vorgesehen sein. Das Filter 108 wird par-
allel zu dem oben beschriebenen Recyclingkreislauf ge-
fahren, wobei Reinigungsflissigkeit aus dem Reinbehal-
ter 106 zu dem Filter 108 geférdert wird, wie durch einen
Pfeil 118 angedeutet ist, und dann aus dem Filter 106
wieder in den Reinbehalter 106 zurlickgepumpt wird, sie-
he Pfeil 120 in Fig. 4. Zu diesem Zweck kdénnen ein ent-
sprechenden Einlass und Auslass des Filters 108 mit ent-
sprechenden Fluidleitungen verbunden sein. Fernerkén-
nen wiederum entsprechende Pumpen vorgesehen sein,
umdas Wasser durch den Parallelkreislauf, der das Filter
108 beinhaltet, zu pumpen.

[0042] Um uber die Zeitschiene einer Anreicherung
von kleinen und kleinsten Partikeln in dem Reinbehalter
bzw. Reintank 106 entgegenzuwirken, kann eine Zugabe
von Frischwasser in den Kreislauf, beispielsweise in den
Reinbehélter, erfolgen, bei gleichzeitigem Verwerfen von
Kreislaufwasser aus dem Reinbehalter 106, welches auf-
grund des sehr geringen Feststoffanteils direkt in die Ka-
nalisation geleitet werden kann. Beispielsweise kann pro
durch die Reinigungsanlage gereinigtem gesagtem
Waferblock eine Zugabe von ca. 50 Litern Frischwasser
erfolgen.

[0043] Aus der Zentrifuge 104 kann ein Feststoffaus-
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trag entnommen werden, der eine Rickgewinnung des
Siliziumkarbid sowie regtlicher, ebenfalls wieder verwert-
barer Bestandteile ermdglicht.

[0044] Die vorliegende Erfindung eignet sich insbe-
sondere zum Reinigen eines geséagter Silizium-Wafer-
blocke, um ein Gemisch aus Silizium-Carbid, Silizium-
Partikeln, Eisenpartikeln vom Séagedraht sowie dem Tra-
germedium (z.B. PEG), welches sich nach dem Séage-
vorgang zwischen den Scheiben befindet, abzureinigen.
Die vorliegende Erfindung kann jedoch auch zum Reini-
gen gesagter Waferbldcke aus anderen Materialien Ein-
satz finden.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zum Reinigen eines gesagten Wafer-
blocks (40), mit folgenden Merkmalen:

einem Reinigungsbecken (10);

einer Halterung (50,52) zum Halten eines ge-
sagten Waferblocks (40) in dem Reinigungsbek-
ken (10), derart, dass, wenn sich eine Reini-
gungsflissigkeit (34) in dem Reinigungsbecken
(10) befindet, zumindest ein Abschnitt des
Waferblocks (40), der Sagespalten aufweist, in
der Reinigungsflissigkeit angeordnet ist;
zumindest einer Auslasséffnung (18) in einem
Bodenbereich (16) des Reinigungsbeckens
(10); und

einer Verschlusseinrichtung (21,22) fir die Aus-
lassoffnung (18), durch die die Auslassoffnung
(18) geoffnet und verschlossen werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusseinrichtung (21,22), die Auslasséffnung
(18) und der Bodenbereich des Reinigungsbek-
kens derart ausgelegt sind, dass durch ein Off-
nen der Verschlusseinrichtung (21,22) die Rei-
nigungsflissigkeit so schnell aus zumindest
dem Bereich des Reinigungsbeckens (10), in
dem der Waferblock angeordnet ist, entleerbar
ist, dass durch eine Sogwirkung der Reinigungs-
flissigkeit Verunreinigungen aus den Sagespal-
ten entfernbar sind,

wobei die Auslasséffnung (18) und die Ver-
schlusseinrichtung (21,22) derart ausgebildet
sind, dass das Reinigungsbecken ausgehend
von einem Uber einen Sensor kontrollierten be-
flllten Zustand in weniger als 2 Sekunden, vor-
zugsweise weniger als 1,5 Sekunden, entleer-
bar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Halterung
(50,52) ausgebildet ist, um den gesagten Wafer-
block (40) derart zu halten, dass die Sagespalten im
Wesentlichen vertikal ausgerichtet sind.

3. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, bei
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der der Bodenbereich des Reinigungsbeckens
schrag nach unten auf die Auslassoéffnung zulaufen-
de Wandbereiche (20) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 3, bei der das Reini-
gungsbecken (10) zwei Auslasséffnungen (18) auf-
weist, wobei der Bodenbereich (20) zwischen den
Auslassoffnungen dachférmig mit zu den Auslass-
offnungen nach unten abfallenden Oberflachen ist.

Vorrichtung zum Reinigen eines gesagten Wafer-
blocks (40), mit folgenden Merkmalen:

einem Reinigungsbecken (10);

einer Halterung (50,52) zum Halten eines ge-
sagten Waferblocks (40) in dem Reinigungsbek-
ken (10), derart, dass, wenn sich eine Reini-
gungsflissigkeit (34) in dem Reinigungsbecken
(10) befindet, zumindest ein Abschnitt des
Waferblocks (40), der Sagespalten aufweist, in
der Reinigungsflissigkeit angeordnet ist;
zumindest einer Auslasséffnung (18) in einem
Bodenbereich (16) des Reinigungsbeckens
(10); und

einer Verschlusseinrichtung (21,22) fiir die Aus-
lasso6ffnung (18), durch die die Auslassoéffnung
(18) gedffnet und verschlossen werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusseinrichtung (21,22), die Auslassoffnung
(18) und der Bodenbereich des Reinigungsbek-
kens derart ausgelegt sind, dass durch ein Off-
nen der Verschlusseinrichtung (21,22) die Rei-
nigungsflissigkeit so schnell aus zumindest
dem Bereich des Reihigungsbeckens (10), in
dem der Waferblock angeordnet ist, entleerbar
ist, dass durch eine Sogwirkung der Reinigungs-
flilssigkeit Verunreinigungen aus den Séagespal-
ten entfernbar sind,

wobei das Reinigungsbecken (10) eine Lange
und eine Breite aufweist, wobei die zumindest
eine Auslassoffnung (18) sich durchgehend
Uber die gesamte Lange des Reinigungsbek-
kens (10) erstreckt.

Vorrichtung nach Anspruch 5, bei der das Reini-
gungsbecken (10) keine waagrechten inneren Fla-
chen aufweist, um ein Ablagern von Verunreinigun-
gen zu verhindern.

Vorrichtung zum Reinigen eines gesagten Wafer-
blocks (40), mit folgenden Merkmalen:

einem Reinigungsbecken (10);

einer Halterung (50,52) zum Halten eines ge-
sagten Waferblocks (40) in dem Reinigungsbek-
ken (10), derart, dass, wenn sich eine Reini-
gungsflissigkeit (34) in dem Reinigungsbecken
(10) befindet, zumindest ein Abschnitt des
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Waferblocks (40), der Sagespalten aufweist, in
der Reinigungsflissigkeit angeordnet ist;
zumindest einer Auslassoffnung (18) in einem
Bodenbereich (16) des Reinigungsbeckens
(10); und

einer Verschlusseinrichtung (21,22) fiir die Aus-
lassoffnung (18), durch die die Auslassoffnung
(18) geoffnet und verschlossen werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusseinrichtung (21,22), die Auslass6ffnung
(18) und der Bodenbereich des Reinigungsbek-
kens derart ausgelegt sind, dass durch ein Off-
nen der Verschlusseinrichtung (21,22) die Rei-
nigungsflissigkeit so schnell aus zumindest
dem Bereich des Reinigungsbeckens (10), in
dem der Waferblock angeordnet ist, entleerbar
ist, dass durch eine Sogwirkung der Reinigungs-
flissigkeit Verunreinigungen aus den Sagespal-
ten entfernbar sind,

wobei die Auslassoffnung (18) in einer Boden-
platte (16) des Reinigungsbeckens (10) gebildet
ist, wobei die Verschlusseinrichtung (21,22) ein
Verschlusselement (22) und eine Antriebsein-
richtung zum Bewegen des Verschlussele-
ments in vertikaler Richtung aufweist, wobei
Dichtflachen (20) der Auslass6ffnung (18), an
denen das Verschlusselement, wenn dasselbe
in einer Verschlussposition ist, die Auslassoff-
nung (18) verschlielt, schréag angeordnet sind,
so dass die Auslasséffnung (18) an der Ober-
seite der Bodenplatte (16) kleiner ist als an der
Unterseite derselben, wobei das Verschlussele-
ment (22) dazu passende schrdg angeordnete
Dichtflachen aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, die
eine Spriheinrichtung (42) in dem Reinigungsbek-
ken (10) aufweist, um Reinigungsflissigkeit von ei-
ner oder zwei Seiten in die Sagespalten zu spriihen.

Vorrichtung nach Anspruch 8, die eine Einrichtung
(44) zum Bewegen der Spriheinrichtung (42) in ver-
tikaler Richtung aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, bei der die
Spruheinrichtung (42) ausgelegt ist, um Reinigungs-
flissigkeit von zwei Seiten in die Sagespalte zu spri-
hen, wobei eine Steuereinrichtung vorgesehen ist,
um die Spriheinrichtung (42) zu steuern, um ab-
wechselnd von beiden Seiten zu spriihen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, die
ferner eine Vorrichtung zum Aufbereiten der entleer-
ten Reinigungsflussigkeit aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 11, bei der die Vorrich-
tung zum Aufbereiten eine Zentrifuge aufweist.
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13.

14.

15.

1.

Verfahren zum Reinigen eines gesagten Wafer-
blocks (40), mit folgenden Schritten:

Einbringen des gesagten Waferblocks (40) in
ein Reinigungsbecken (10);

Beflllen des Reinigungsbeckens (10) mit einer
Reinigungsflissigkeit (34) vor, wahrend oder
nach dem Einbringen des gesagten Wafer-
blocks (40), so dass sich zumindest ein Ab-
schnitt des Waferblocks (40), der Sagespalten
aufweist, in der Reinigungsflissigkeit (34) be-
findet;

Offnen von zumindest einer im Bodenbereich
des Reinigungsbeckens (10) angeordneten
Auslassoffnung, wobei die Auslassoffnung und
der Bodenbereich des Reinigungsbeckens der-
art ausgebildet ist, dass die Reinigungsflissig-
keit durch das Offnen derselben so schnell ent-
leert wird, dass durch eine Sogwirkung der Rei-
nigungsfllssigkeit Verunreinigungen aus den
Sagespalten entfernt werden,

dadurch gekennzeichnet, dass das Reini-
gungsbecken (10) in weniger als 2 Sekunden,
vorzugsweise in weniger als 1,5 Sekunden, ent-
leert wird.

Verfahren nach Anspruch 13, das ferner einen
Schritt des Spriihens (60) von Reinigungsflissigkeit
in die Sagespalten bevor und/oder wahrend sich zu-
mindest der Abschnitt des Waferblocks (40), der die
Sagespalten aufweist, in der Reinigungsflissigkeit
(34) befindet, aufweist.

Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt
des Sprihens abwechselnd von zwei Seiten des
Waferblocks (40) stattfindet.

Claims

Apparatus for cleaning a sawn wafer block (40), com-
prising:

a cleaning basin (10);

a fixture (50, 52) for holding a sawn wafer block
(40) in the cleaning basin (10) such that, when
cleaning liquid (34) is present in the cleaning
basin (10), at least a portion of the wafer block
(40) comprising sawn gaps is disposed in the
cleaning liquid;

at least one outlet port (18) in a bottom region
(16) of the cleaning basin (10); and

closure means (21, 22) for the outlet port (18),
by means of which the outlet port (18) may be
opened and closed,

characterized in that the closure means (21,
22), the outlet port (18) and the bottom region
of the cleaning basin are configured such that,
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by opening the closure means (21, 22), the
cleaning liquid is drainable from atleast the area
of the cleaning basin (10) having the wafer block
disposed therein so fast that contaminants are
removable from the sawn gaps by means of a
suction effect of the cleaning liquid,

wherein the outlet port (18) and the closure
means (21, 22) are configured such that the
cleaning basin, starting from a filled state mon-
itored via a sensor, is drainable in less than 2
seconds, preferably less than 1.5 seconds.

Apparatus of claim 1, wherein the fixture (50, 52) is
configured to hold the sawn wafer block (40) such
that the sawn gaps are oriented substantially verti-
cally.

Apparatus of claims 1 or 2, wherein the bottom region
of the cleaning basin comprises panel regions (20)
leading toward the outlet port in inclined an down-
ward manner.

Apparatus of claim 3, wherein the cleaning basin (10)
comprises two outlet ports (18), wherein the bottom
region (20) between the outlet ports is roof-shaped
and has surfaces sloping downward toward the out-
let ports.

Apparatus for cleaning a sawn wafer block (40), com-
prising:

a cleaning basin (10);

a fixture (50, 52) for holding a sawn wafer block
(40) in the cleaning basin (10) such that, when
cleaning liquid (34) is present in the cleaning
basin (10), at least a portion of the wafer block
(40) comprising sawn gaps is disposed in the
cleaning liquid;

at least one outlet port (18) in a bottom region
(16) of the cleaning basin (10); and

closure means (21, 22) for the outlet port (18),
by means of which the outlet port (18) may be
opened and closed,

characterized in that the closure means (21,
22), the outlet port (18) and the bottom region
of the cleaning basin are configured such that,
by opening the closure means (21, 22), the
cleaning liquid is drainable from atleast the area
of the cleaning basin (10) having the wafer block
disposed therein so fast that contaminants are
removable from the sawn gaps by means of a
suction effect of the cleaning liquid,

wherein the cleaning basin (10) exhibits a length
and a width, wherein the at least one outlet port
(18) continuously extends across the entire
length of the cleaning basin (10).

6. Apparatus of claim 5, wherein the cleaning basin (10)
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7.

10.

11.

has no horizontal inner surfaces so as to prevent
depositing of contaminants.

Apparatus for cleaning a sawn wafer block (40), com-
prising:

a cleaning basin (10);

a fixture (50, 52) for holding a sawn wafer block
(40) in the cleaning basin (10) such that, when
cleaning liquid (34) is present in the cleaning
basin (10), at least a portion of the wafer block
(40) comprising sawn gaps is disposed in the
cleaning liquid;

at least one outlet port (18) in a bottom region
(16) of the cleaning basin (10); and

closure means (21, 22) for the outlet port (18),
by means of which the outlet port (18) may be
opened and closed,

characterized in that the closure means (21,
22), the outlet port (18) and the bottom region
of the cleaning basin are configured such that,
by opening the closure means (21, 22), the
cleaning liquid is drainable from at least the area
of the cleaning basin (10) having the wafer block
disposed therein so fast that contaminants are
removable from the sawn gaps by means of a
suction effect of the cleaning liquid,

wherein the outlet port (18) is formed in a bottom
plate (16) of the cleaning basin (10), wherein the
closure means (21, 22) comprises a closure el-
ement (22) and drive means for moving the clo-
sure element in a vertical direction, wherein
sealing surfaces (20) of the outlet port (18), at
which the closure element, when same is in a
closed position, closes the outlet port (18), are
arranged in an inclined manner so that the outlet
port (18) is smaller on the top side of the bottom
plate (16) than on the underside thereof, wherein
the closure element (22) comprises matching
sealing surfaces arranged in an inclined man-
ner.

Apparatus of any one of claims 1 to 7, comprising a
sprayer (42) in the cleaning basin (10) so as to spray
cleaning liquid into the sawn gaps from one or two
sides.

Apparatus of claim 8, comprising means (44) for
moving the sprayer (42) in a vertical direction.

Apparatus of claims 8 or 9, wherein the sprayer (42)
is configured to spray cleaning liquid into the sawn
gap from two sides, wherein control means is pro-
vided so as to control the sprayer (42) to spray al-
ternatingly from both sides.

Apparatus of any one of claims 1 to 10, further com-
prising an apparatus for preparing the drained clean-
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ing liquid.

Apparatus of claim 11, wherein the apparatus for pre-
paring comprises a centrifuge.

Method of cleaning a sawn wafer block (40), com-
prising:

introducing the sawn wafer block (40) into a
cleaning basin (10);

filling the cleaning basin (10) with cleaning liquid
(34) prior to, during or after introducing the sawn
wafer block (40) so that at least a portion of the
wafer block (40) comprising sawn gaps is locat-
ed in the cleaning liquid (34);

opening at least one outlet port arranged in the
bottom region of the cleaning basin (10), the out-
let port and the bottom region of the cleaning
basin being formed such that the cleaning liquid,
by opening same, is drained so fast that con-
taminants are removed from the sawn gaps due
to a suction effect of the cleaning liquid,
characterized in that the cleaning basin (10)
isdrained in less than 2 seconds, preferably less
than 1.5 seconds.

Method of claim 13, further comprising a step of
spraying (60) cleaning liquid into the sawn gaps be-
fore and/or while at least the portion of the wafer
block (40) comprising the sawn gaps is located in
the cleaning liquid (34).

Method of claim 14, wherein the step of spraying
takes place alternatingly from two sides of the wafer
block (40).

Revendications

1.

Dispositif de nettoyage d’un bloc scié de galettes
semi-conductrices (40), aux caractéristiques suivan-
tes:

un bassin de nettoyage (10);

un support (50, 52) pour maintenir un bloc scié
de galettes semi-conductrices (40) dans le bas-
sin de nettoyage (10) de sorte que, lorsqu’un
liquide de nettoyage (34) se trouve dans le bas-
sin de nettoyage (10), au moins un segment du
bloc de galettes semi-conductrices (40) présen-
tant des interstices de sciage soit disposé dans
le liquide de nettoyage;

au moins une ouverture de sortie (18) dans une
zone defond (16) du bassin de nettoyage (10); et
un moyen d’obturation (21, 22) de 'ouverture de
sortie (18) par lequel I'ouverture de sortie (18)
peut étre ouverte et fermée,

caractérisé par le fait que le moyen d’obtura-
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A

tion (21, 22), 'ouverture de sortie (18) et la zone
de fond du bassin de nettoyage sont congus de
sorte que par une ouverture du moyen d’obtu-
ration (21, 22) le liquide de nettoyage puisse étre
vidangé si rapidement au moins de la zone du
bassin de nettoyage (10) dans laquelle est dis-
posé le bloc de galettes semi-conductrices que,
par un effet de dépression dynamique du liquide
de nettoyage, les impuretés puissent étre élimi-
nées des interstices de sciage,

I'ouverture de sortie (18) et le moyen d’obtura-
tion (21, 22) étantréalisés de sorte que le bassin
de nettoyage puisse, partant d’'un état rempli
contr6lé par un capteur, étre vidé en moins de
2 secondes, de préférence en moins de 1,5 se-
conde.

Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le
support (50, 52) est réalisé pour maintenir le bloc
scié de galettes semi-conductrices (40) de sorte que
les interstices de sciage soient orientés de maniére
sensiblement verticale.

Dispositif selon 'une des revendications 1 ou 2, dans
lequel la zone de fond du bassin de nettoyage pré-
sente des zones de paroi (20) s’étendant oblique-
ment vers le bas vers 'ouverture de sortie.

Dispositif selon la revendication 3, dans lequel le
bassin de nettoyage (10) présente deux ouvertures
de sortie (18), la zone de fond (20) étant, entre les
ouvertures de sortie, en forme de toit avec des sur-
faces retombant vers le bas vers les ouvertures de
sortie.

Dispositif de nettoyage d’un bloc scié de galettes
semi-conductrices (40), aux caractéristiques suivan-
tes:

un bassin de nettoyage (10);

un support (50, 52) pour maintenir un bloc scié
de galettes semi-conductrices (40) dans le bas-
sin de nettoyage (10) de sorte que, lorsqu’un
liquide de nettoyage (34) se trouve dans le bas-
sin de nettoyage (10), au moins un segment du
bloc de galettes semi-conductrices (40) présen-
tant des interstices de sciage soit disposé dans
le liquide de nettoyage;

au moins une ouverture de sortie (18) dans une
zone defond (16) du bassin de nettoyage (10); et
un moyen d’obturation (21, 22) de I'ouverture de
sortie (18), par lequel I'ouverture de sortie (18)
peut étre ouverte et fermée,

caractérisé par le fait que le moyen d’obtura-
tion (21, 22), 'ouverture de sortie (18) et la zone
de fond du bassin de nettoyage sont réalisés de
sorte que par une ouverture du moyen d’obtu-
ration (21, 22) le liquide de nettoyage puisse étre
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vidangé si rapidement au moins de la zone du
bassin de nettoyage (10) dans laquelle est dis-
posé le bloc de galettes semi-conductrices que,
par un effet de dépression dynamique du liquide
de nettoyage, les impuretés puissent étre élimi-
nées des interstices de sciage,

le bassin de nettoyage (10) présentant une lon-
gueur et une largeur, I'au moins une ouverture
de sortie (18) s’étendant en continu sur toute la
longueur du bassin de nettoyage (10).

Dispositif selon la revendication 5, dans lequel le
bassin de nettoyage (10) ne présente pas de faces
intérieures horizontales, afin d’éviter un dép6t d’'im-
puretés.

Dispositif de nettoyage d’un bloc scié de galettes
semi-conductrices (40), aux caractéristiques suivan-
tes:

un bassin de nettoyage (10);

un support (50, 52) pour maintenir un bloc scié
de galettes semi-conductrices (40) dans le bas-
sin de nettoyage (10) de sorte que, lorsqu’un
liquide de nettoyage (34) se trouve dans le bas-
sin de nettoyage (10), au moins un segment du
bloc de galettes semi-conductrices (40) présen-
tantdes interstices de sciage soit disposée dans
le liquide de nettoyage;

au moins une ouverture de sortie (18) dans une
zone defond (16) du bassin de nettoyage (10); et
un moyen d’obturation (21, 22) de 'ouverture de
sortie (18), par lequel I'ouverture de sortie (18)
peut étre ouverte et fermée,

caractérisé par le fait que le moyen d’obtura-
tion (21, 22), 'ouverture de sortie (18) et la zone
de fond du bassin de nettoyage sont réalisés de
sorte que par une ouverture du moyen d’obtu-
ration (21, 22) le liquide de nettoyage puisse étre
vidangé si rapidement au moins de la zone du
bassin de nettoyage (10) dans laquelle est dis-
posé le bloc de galettes semi-conductrices que,
par un effet de dépression dynamique du liquide
de nettoyage, les impuretés puissent étre élimi-
nées des interstices de sciage, 'ouverture de
sortie (18) étant formée dans une plaque de fond
(16) du bassin de nettoyage (10), le moyen d’ob-
turation (21, 22) présentant un élément d’obtu-
ration (22) et un moyen d’entrainement destiné
a déplacer I'élément d’obturation en direction
verticale, des surfaces d'étanchéité (20) de
l'ouverture de sortie (18) auxquelles I'élément
d’obturation, lorsqu’il est en position d’obtura-
tion, obture I'ouverture de sortie (18) étant dis-
posées obliquement, de sorte que I'ouverture
de sortie (18) soit plus petite du c6té supérieur
de la plaque de fond (16) que du coté inférieur
de cette derniére, I'élément d’obturation (22)
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12.

13.

présentant des faces d’étanchéité disposées de
maniére oblique adaptée a cet effet.

Dispositif selon I'une des revendications 1 a 7, pré-
sentant un moyen de pulvérisation (42) dans le bas-
sin de nettoyage (10), pour pulvériser du liquide de
nettoyage d’un ou de deux c6tés dans les interstices
de sciage.

Dispositif selon la revendication 8, présentant un
moyen (44) pour déplacer le moyen de pulvérisation
(42) en direction verticale.

Dispositif selon la revendication 8 ou 9, dans lequel
le moyen de pulvérisation (42) est congu pour pul-
vériser du liquide de nettoyage de deux cotés dans
les interstices de sciage, un moyen de commande
étant prévu pour commander le moyen de pulvéri-
sation (42) pour pulvériser alternativement de deux
cotés.

Dispositif selon 'une des revendications 1 a 10, pré-
sentant par ailleurs un dispositif de préparation du
liquide de nettoyage vidangé.

Dispositif selon la revendication 11, dans lequel le
dispositif de préparation présente une centrifugeu-
se.

Procédé de nettoyage d’'un bloc scié de galettes
semi-conductrices (40), aux étapes suivantes con-
sistant a:

introduire le bloc scié de galettes semi-conduc-
trices (40) dans un bassin de nettoyage (10);
remplir le bassin de nettoyage (10) d’'un liquide
de nettoyage (34) avant, pendant ou aprés l'in-
troduction du bloc scié de galettes semi-conduc-
trices (40), de sorte qu’au moins un segment du
bloc de galettes semi-conductrices (40) présen-
tant des interstices de sciage se trouve dans le
liquide de nettoyage (34);

ouvrir au moins une ouverture de sortie dispo-
sée danslazone de fond du bassin de nettoyage
(10), 'ouverture de sortie et la zone de fond du
bassin de nettoyage étantréalisées de sorte que
le liquide de nettoyage soit, par 'ouverture de
cette derniere, vidangé si rapidement que, par
un effet de dépression dynamique du liquide de
nettoyage, les impuretés soient éliminées des
interstices de sciage,

caractérisé par le fait que le bassin de net-
toyage (10) est vidé en moins de 2 secondes,
de préférence en moins de 1,5 secondes.

14. Procédé selon la revendication 13, présentant par

ailleurs une étape consistant a pulvériser (60) du li-
quide de nettoyage dans les interstices de sciage
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avant et/ou pendant qu’au moins le segment du bloc
de galettes semi-conductrices (40) présentantles in-
terstices de sciage se trouve dans le liquide de net-
toyage (34).

Procédé selon la revendication 14, dans lequel I'éta-
pe de pulvérisation a lieu alternativement de deux
cotés du bloc de galettes semi-conductrices (40).
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